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二、说明、目录、图表目录

 光刻机，又名掩模对准曝光机、曝光系统、光刻系统等，是制造芯片的核心装备，也是所有

半导体制造设备中技术含量最高的设备。

随着半导体和信息通讯等产业稳步扩张，全球光刻机销量呈现稳步增长态势，2021年top3企

业销量达478台，同比2020年增长65台。整体来看，集成电路、面板和LED光刻机整体出货

约650台，其中集成电路约500台左右。  

中国光刻机研制起于70年代后期，初期型号为接触式或接近式光刻机，85年完成第一台分步

光刻机，此后技术一直在推进，各个时间点均有代表性成果，并未出现所谓完全放弃研发的

情况，但离世界先进水平仍有加大差距。  

我国拥有光刻机独立生产技术的公司只有五家。其中，上海微电子是国内光刻机龙头，承担

多项国家重大科技专项和02专项光刻机科研任务，2022年2月7日，上海微电子举行首

台2.5D/3D先进封装光刻机发运仪式，这标志着中国首台2.5D/3D先进封装光刻机正式交付客

户。  

目前国内厂商积极切入FPD光刻机市场。当前6代FPD光刻机为市场主流产品。上海微电子已

经实现首台4.5代TFT投影光刻机进入用户生产线，未来将逐步布局6代及6代以产品，切入主

流厂商供应，有望打破长期被日本尼康和佳能所垄断的FPD光刻机市场格局。  

2020年8月，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，《

若干政策》明确凡在中国境内设立的集成电路企业，不分所有制性质，均可按规定享受相关

政策。即凡是集成电路设计、制造、封装测试、设备等企业，均可享受本政策。因此光刻机

企业也是政策支持对象。  

中企顾问网发布的《2024-2030年中国光刻机产业发展现状与市场全景评估报告》共十一章。

首先介绍了光刻机行业的总体概况及全球行业发展形势，接着分析了中国光刻机行业发展政

策、宏观环境以及市场总体发展状况。然后分别对光刻机产业的产业链上游相关行业、下游

应用以及技术发展进行了详尽的解析。最后，报告对光刻机行业进行了重点企业运营分析并

对行业未来发展前景进行了科学的预测。  

本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、工信部、中国海关总署、半导体行业协会

、中企顾问网、中企顾问网市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰

富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想

对光刻机行业有个系统深入的了解、或者想投资光刻机行业，本报告将是您不可或缺的重要

参考工具。  
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